






 

營業報告書

在國際地緣政治、通膨陰影與疫情封控以及半導體供應鏈失衡等諸多因素的影響下，民

國 111 年的營運挑戰是前所未見的。上半年在延續 110 年半導體供應鏈短缺所帶動的營運成

長與動能；轉瞬間，就在國際地緣政治風險與通膨陰影的影響下，使得終端需求急遽下滑、

推高半導體供應鏈的庫存水位。因終端需求不振，導致景氣的下行與客戶的庫存去化，而大

陸的疫情封控措施，更進一步地惡化了消費電子的終端需求。因此於 111 年的營收與獲利皆

較 110 年下滑與減少。然而，南茂科技仍持續秉持審慎、穩健的營運策略，配合產業發展與

客戶的需求，持續在核心技術及產品上開發與擴充，以及持續投資產線的自動化和智能化，

以確保未來的營運成長動能與獲利提升。茲將過去一年主要的營運狀況報告如下：

營業結果

南茂科技 111 年的合併營業額為新台幣 235.2 億元，相較於 110 年下滑約 14.2%，111 年

合併營業毛利率為 20.9%的水準。在個別產品線方面，記憶體產品的營收較 110 年減少了

15.6%，佔整體營業額的 41.8%。平面顯示器驅動 IC 相關產品（含金凸塊部份）的營收，較

110 年下滑了 13.2%，佔整體營業額的 47.3%。其中 OLED 的營收則在車用與智慧行動裝置

的帶動下，相較 110 年大幅成長了超過 3 成 5。

財務表現

南茂科技 111 年歸屬於母公司業主之淨利為新台幣 33.7 億元、每股盈餘為新台幣 4.64
元。另外，截至 111 年底，南茂科技之合併總資產計新台幣 449.4 億元，其中現金及約當現

金計新台幣 99.0 億元，而合併總負債計新台幣 201.3 億元，合併負債比為 44.8%。歸屬於母

公司業主之權益為新台幣 248.1 億元，111 年股東權益報酬率為 13.7%。整體而言，南茂科

技之財務結構健全。

技術發展

隨著行動裝置的普及，單晶片整合與輕薄短小等趨勢的需求以及 AI 與 5G 等新興運用

的崛起等，都不斷地驅動封測業的技術發展。南茂科技為掌握此產業發展的契機，持續投入

相關的研究開發，111 年成功開發的重點產品與技術歸類如下： (1)晶圓級封裝：開發 2P2M
結構之微縮銅導線重佈置技術，實現純銅重佈置細線寬之複雜線路。(2)開發微細間距達

45um 的銅柱結構(Copper Pillar)，以達成 micro 凸塊的覆晶封裝技術服務。(3)開發超細窄間

距（UFP）COF 內引腳接覆晶合封裝技術服務。(4)導入高散熱係數樹脂之 COF 塗佈應用於

高解析度面板之散熱封裝服務。(5)完成高頻應用下電性最佳化的封裝設計等。

附件一
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榮譽與獎項

南茂科技致力於提升公司治理品質以及善盡企業社會責任。同時，我們結合核心業務及

南茂科技的永續願景，以具體行動支持聯合國永續發展目標（SDGs）。111 年南茂科技在永

續發展、環境保護與企業社會責任（ESG）等方面，榮獲 111 年國家永續發展獎，與

2022TCSA「台灣百大永續典範企業獎」及「企業永續報告-白金級」等殊榮，同時也名列第

八屆公司治理評鑑結果之上市公司前 5%及市值 100 億元以上之電子類公司前 10%。以及

「111 年度企業永續報告公開職業健康與安全指標」 上市電子業前 10%績優企業的肯定。

未來展望

持續為客戶提供高科技、卓越品質之高信賴的封裝測試解決方案，是南茂科技自成立以

來不曾改變的願景。在景氣的循環與其他外在因素的影響下，唯有因應產業發展趨勢、掌握

產品成長契機並持續進行公司產品線的整併與轉型，才能在不斷加劇的市場競爭中保持前進

與成長。面對愈發嚴峻的產業環境與挑戰，我們將繼續致力於核心技術的研發與創新，協助

客戶降低營運成本。我們依據公司的發展策略，配合策略客戶的產品發展藍圖，與客戶一同

合作開發與成長，並且竭盡所能地提升股東價值，是我們努力不懈的目標。

展望 112 年以及未來，南茂科技仍持續擴展在自動化與智能化趨勢下之車用電子等利基

市場與新型智慧行動裝置的高成長市場的規模與成長契機，以掌握產業的發展趨勢以及滿足

客戶的需求。同時，提供尖端的半導體後段全製程技術服務與開發高成長的新產品，及積極

持續推動產線的自動化、智慧化等優化的改善作業，以持續降低營運成本，使公司的營運與

獲利可以穩健地持續成長。在此，感謝各位股東長久以來的持續支持。

董事長： 經理人： 會計主管：
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審計委員會查核報告書 

董事會造具本公司民國一百一十一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財

務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財

務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四

及公司法第二百一十九條之相關規定報告如上， 

敬請  鑒核。 

南茂科技股份有限公司 

審計委員會召集人：歐進士 

中   華   民   國   一 百 一 十 二   年   二   月   二 十 三   日 
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附件四

南茂科技股份有限公司 

盈餘分配表 

民國一百一十一年度 

 
單位：新台幣元 

項目 小計 合計 備註 

期初未分配盈餘 $5,107,836,952  

一百一十一年度稅後盈餘 3,371,973,718    

加：確定福利計畫之再衡量數 177,787,098    

加：採用權益法認列之關聯企業之保留盈餘調整數 98,067  

本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目 3,549,858,883 

減：提列法定盈餘公積 (354,985,888) 

合計可分派盈餘 8,302,709,947 

分配項目 

分配股東紅利（2.3 元／股） (1,672,652,290) 

期末未分配盈餘 $6,630,057,657 

註 1：截至 111 年 12 月 31 日止，流通在外可參與分配股數為 727,240,126 股。

2：本次現金股利分配未滿一元之畸零股款列入公司其他收入。

董事長： 經理人： 會計主管： 
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南茂科技股份有限公司

解除董事新兼任競業禁止明細表

序號 職稱 姓名 兼任其他公司職務

1 董事
矽品精密工業（股）公司

法人代表人：張寶心
矽品精密工業（股）公司副總經理

2 
獨立

董事
詹惠芬

台灣光罩（股）公司獨立董事／審計委員會

委員／薪酬委員會委員

3 獨立

董事
楊宏澤 中租控股（股）公司獨立董事（候選人）

附件五
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